
	2010年中国半导体硅材料行业发展及竞争企业深度调研报告





[image: cover]








中国市场调研网


2010年中国半导体硅材料行业发展及竞争企业深度调研报告
www.20087.com
第1页　共2页


第2页　共2页
一、基本信息
	名称：
	2010年中国半导体硅材料行业发展及竞争企业深度调研报告

	报告编号：
	06A3A18　　←电话咨询时，请说明该编号。

	市场价：
	电子版：7800 元　　纸介＋电子版：8000 元

	优惠价：
	电子版：7020 元　　纸介＋电子版：7320 元　　可提供增值税专用发票

	咨询电话：
	400 612 8668、010-66181099、010-66182099、010-66183099

	Email：
	Kf@20087.com

	在线阅读：
	

	温馨提示：
	订购英文、日文等版本报告，请拨打订购咨询电话或发邮件咨询。



二、内容简介
　　半导体硅材料是一种重要的基础材料，在集成电路、光伏电池等领域有着广泛的应用。近年来，随着相关行业的发展和对高质量半导体材料的需求增加，对高质量半导体硅材料的需求持续增长。目前，半导体硅材料不仅注重纯度和均匀性，还强调了环保性和成本效益。随着材料科学和制造技术的进步，新型半导体硅材料的性能不断提高，能够满足不同应用场景的需求。
　　未来，半导体硅材料的发展将更加注重技术创新和服务升级。市场调研网认为，一方面，随着新材料技术和制造技术的发展，开发具有更高纯度和更好均匀性的新型半导体硅材料将成为趋势，以适应更加复杂的使用环境。另一方面，随着可持续发展理念的推广，开发更加环保、低能耗的半导体硅材料生产和使用技术也将成为行业发展的方向之一。此外，随着对半导体材料研究的深入，开发更多以半导体硅材料为基础的功能性产品也将成为市场的新宠。
　　2008 年，超过150 家公司生产用于电子行业和光伏行业的高纯多晶硅料。在总共7 万吨的多晶硅料中有64%来自于世界前五大多晶硅厂商，他们分别是：Hemlock（美国）、MEMC（在美国和意大利各有一个工厂）、REC（在美国有两个工厂）、Tokuyama（日本）、Wacker（德国）。2008 年，Hemlock 生产了15,000吨多晶硅料，占全球总产量的22%；Wacker 生产了11,900 吨多晶硅料，占全球总产量的17%；REC 生产了6,200 吨多晶硅料，占全球总产量的9%；Tokuyama生产了5,900 吨多晶硅料，占全球总产量的8%；MEMC 生产了5,600 吨多晶硅料，占全球总产量的8%。
　　2009 年，上述前五大多晶硅厂商的产量占全球产量的比重下降为57%，其中：Hemlock 生产了19,500 吨多晶硅料，占全球总产量的21%；Wacker 生产了14,700吨多晶硅料，占全球总产量的15%；REC 生产了8,000 吨多晶硅料，占全球总产量的8%；Tokuyama 生产了6,100 吨多晶硅料，占全球总产量的6%；MEMC 生产了6,000 吨多晶硅料，占全球总产量的6%。另外，OCI（DC Chemical）生产了8,500吨多晶硅料，占全球总产量的9%。
　　2010年硅材料市场跟随下游行业出现了全面复苏，国家战略型新兴产业振兴规划的推出，半导体硅材料作为电子材料中的重要一员也越来越受到关注。材料是社会进步的物质基础和先导，对国民经济和国防建设起着关键的支撑作用。新材料是高技术领域的重要组成部分，与信息、生命、能源并称为现代文明和社会发展的四大支柱。加强新材料的开发，对推动高新技术产业发展、促进传统产业升级换代和增强综合国力，具有重要的意义。
　　半导体工业（尤其是集成电路工业）是信息产业的基础和核心，是国民经济现代化与信息化建设的先导与支柱产业，是改造和提升传统产业及众多高新技术产业的核心技术。随着我国电子信息产业的迅猛发展，我国已成为全球最大的半导体市场、最大的半导体芯片市场。从发展趋势来看，中国将很快成为全球最大的半导体制造中心。半导体工业的主要物质基础是半导体材料。其中，半导体硅材料的使用量占全球各类半导体材料总量的95%以上，硅材料是电子信息产业、半导体工业的主要物质基础。
　　公司多年来密切关注半导体硅材料市场的发展动向，收集并整理了非常翔实的反映硅材料行业发展的资料，结合行业专家的访谈，在我国硅材料行业高速发展的时机推出此重量级报告，可以帮助产业链企业清晰掌握行业发展动态，助推企业在快速发展的机遇中更加游刃有余的取得领先同行的业绩。

第一章 硅材料与硅材料产业链概况
　　第一节 产品定义
　　第二节 产品分类
　　第三节 相关产业链与主要应用领域
　　　　一、从多晶硅到集成电路的产业链分支
　　　　二、从多晶硅到太阳能电池组件的产业链分支
　　第四节 半导体硅材料产业政策解读
　　　　一、新材料产业列为国家新兴战略性产业之一
　　　　二、新材料产业振兴规划中半导体硅材料的地位分析
　　　　三、人民币升值、出口退税的调整给半导体硅材料企业的压力
　　　　四、半导体硅材料行业的税收政策变化及趋势分析

第二章 2009-2010年世界半导体硅产业发展综述
　　第一节 世界半导体硅材料发展现状
　　　　一、2005～2010年世界多晶硅产量
　　　　二、2005～2010年半导体用多晶硅需求分析
　　　　三、2005～2010年太阳能用多晶硅需求分析
　　　　四、2002～2010年世界硅片的产量和销量
　　　　五、2002～2010年世界抛光片、外延片、非抛光片的产销情况（抛光片包括正片、陪片，但不包括回收片）
　　第二节 世界硅片市场主要企业发展综述
　　第三节 2009-2010年世界主要国家半导体硅产业运行分析
　　　　一、美国半导体硅工业分析
　　　　二、日本半导体硅材料三十年的发展
　　　　三、中国台湾半导体硅分析
　　第四节 2010-2012年世界半导体硅产业发展趋势分析

第三章 硅材料相关项目工艺及投资可行性财务指标分析
　　第一节 集成电路用单晶硅的制备
　　　　一、直拉（CZ）单晶硅生产工艺
　　　　二、单晶硅生产主要设备
　　　　　　1、主要生产设备
　　　　　　2、主要检测设备
　　　　　　3、主要附属设备
　　　　三、单晶硅生产项目财务经济分析
　　　　　　1、IC级单晶硅项目投资构成
　　　　　　2、单晶硅项目销售收入构成
　　　　　　3、单晶硅项目总成本费用构成
　　　　　　4、单晶硅项目经济效益分析
　　　　　　（下同，不赘述）
　　第二节 多晶硅
　　第三节 硅抛光片制程介绍
　　第四节 外延片制程介绍
　　第五节 太阳能电池单晶硅
　　第六节 太阳能硅切片
　　第七节 铸造多晶硅片
　　第八节 太阳能电池片
　　第九节 太阳能电池组件

第四章 中国半导体硅材料进出口状况
　　第一节 出口情况及分析
　　　　一、2005～2010年单晶硅棒出口数量及金额
　　　　二、2005～2010年单晶硅切片出口数量及金额
　　　　三、硅材料主要出口企业发展概况
　　第二节 进口情况及分析
　　　　一、2005～2010年单晶硅棒进口数量及金额
　　　　二、2005～2010年单晶硅切片进口数量及金额
　　　　三、2005～2010年利用温度变化处理单晶硅的机器及装置进口台数、进口目的地及金额

第五章 2009-2010年中国半导体硅产业运行形势分析
　　第一节 2009-2010年中国半导体硅产业发展综述
　　　　一、半导体硅材料在国民经济中的重要作用
　　　　二、半导体硅材料产业迅猛发展
　　　　三、我国半导体硅材料行业发展的新特点
　　　　四、邢矿集团氢氧化钾、三氯氢硅项目概况
　　　　五、多晶硅产业将在2011年面临大幅震荡
　　　　六、半导体产业 连续九个月订单旺
　　　　七、半导体硅晶圆供不应求连续涨价
　　　　八、半导体设备制造商苦尽甘来
　　　　九、赛维硅片产能全球第一
　　第二节 2009-2010年中国半导体硅材料发展中的问题分析
　　　　一、技术落后阻碍半导体硅材料发展
　　　　二、六大问题制约高纯硅材料产业发展
　　　　三、毒污染高耗能阻碍多晶硅行业发展
　　　　四、对四氯化硅的无害化处理将成为制约多晶硅发展的瓶颈
　　第三节 2009-2010年中国半导体硅材料产业发展对策分析
　　　　一、加快半导体硅材料行业发展的建议
　　　　二、发展硅材料行业的策略
　　第四节 2005～2010年半导体硅材料市场状况
　　　　一、2005～2010年中国半导体单晶硅（直拉）产量分析
　　　　二、2005～2010年中国半导体单晶硅（区熔）产量分析
　　　　三、2005～2010年中国半导体硅抛光片产量分析
　　　　四、2005～2010年中国半导体硅外延片产量分析
　　　　五、2005～2010年我国各种抛光片生产经营情况
　　　　　　（一） 4、5 英寸抛光片
　　　　　　（二） 6 英寸抛光片
　　　　　　（三） 8 英寸抛光片
　　　　　　（四） 12 英寸抛光片
　　第五节 2010年～2012年我国拟在建半导体硅材料项目一览表
　　　　一、全球6英寸以下集成电路和分立器件生产线继续快速向中国转移
　　　　二、国内8英寸硅片市场已经有必要的技术准备和初步的物质准备
　　　　三、从8英寸重掺硅抛光衬底片及外延片到8英寸高阻集成电路用硅抛光片
　　　　四、8英寸及以上集成电路生产线的转移为硅材料提供了巨大的市场

第六章 国内外半导体硅片市场需求及预测
　　第一节 全球硅片生产、销售、市场状况
　　第二节 全球半导体产业市场发展趋势、预测及对硅片的市场需求
　　第三节 国内集成电路市场、产业发展现状及对硅片市场的需求
　　　　一、国内半导体及集成电路行业发展情况
　　　　二、国内半导体及集成电路市场情况
　　第四节 国内分立器件产业发展现状、趋势及对硅片市场的需求
　　　　一、国内分立器件行业发展趋势
　　　　二、国内分立器件市场发展趋势
　　　　三、分立器件用硅片的市场发展空间

第七章 国内外太阳能电池用硅材料的市场简况
　　第一节 国内外太阳能电池行业发展状况
　　第二节 全球光伏市场情况及发展预测
　　第三节 全球硅太阳能电池产业状况及主流趋势
　　　　一、光伏产业出现大逆转 50亿投资进入无锡"太阳城"
　　　　二、赛维多晶硅项目实现"零"排放
　　第四节 国内太阳能用硅材料的生产现状
　　第五节 太阳能用硅材料企业在产业链中重要地位
　　第六节 太阳能用硅材料的市场发展状况与发展趋势
　　　　一、全球太阳能电池硅材料市场需求分析
　　　　二、国内太阳能电池硅材料市场状况与需求分析

第八章 2009-2010年中国非晶硅产业运行态势简析
　　第一节 国内外非晶硅产业发展综述
　　　　一、日本三井公司和德山曹达公司在大阪建设年产能150吨的甲硅烷工厂
　　　　二、德国赢创公司在日本四日市投资7亿美元建甲硅烷工厂
　　　　三、挪威REC公司将提供价值10亿美元的甲硅烷给用户
　　　　四、韩国Sodiff公司计划到2011年扩产到2400吨/年
　　　　五、美国道康宁公司新建一个甲硅烷生产装置项目获得2730万美元的税收减免
　　　　六、中国应该把非晶硅薄膜太阳能电池的生产提上日程
　　第二节 2009-2010年中国非晶硅产业项目建设分析
　　　　一、天威薄膜非晶硅组件批量出口西班牙
　　　　二、中国保绿能源有限公司500兆瓦非晶硅薄膜太阳能电池项目在郑州高新区开工
　　　　三、成都旭双太阳能科技有限公司一期投资12亿元的非晶硅电池项目开工
　　　　四、内蒙古通辽市设计产能为年产2×30兆瓦非晶硅电池生产线项目签约
　　　　五、山东省第一条非晶硅太阳能电池板生产线在烟台通用光伏能源有限公司通过专家验收
　　第三节 2009-2010年中国非晶硅产业风险分析
　　　　一、2009年非晶硅电池只占约18%
　　　　二、中国企业在非晶硅电池的制造技术和设备方面并不拥有核心竞争力
　　　　三、非晶硅电池组件从整个生产系统成本来计算优势并不明显
　　　　四、从技术成熟度来看，非晶硅电池与多晶硅电池相比还有不小的差距
　　　　五、转化效率和使用寿命都不及多晶硅电池
　　　　六、多晶硅价格较先前预期的大幅降低，影响到非晶硅（a-Si）的需求

第九章 2009-2010年半导体硅材料行业竞争分析
　　第一节 行业生命周期分析
　　第二节 行业集中度分析
　　第三节 国外技术转移步伐及发展趋势分析
　　第四节 产业内进入退出壁垒分析
　　　　一、进入壁垒
　　　　二、退出壁垒
　　第五节 企业竞争格局分析
　　　　一、国际企业与国内企业竞争与共生
　　　　二、民营、外资、国有企业间竞争分析
　　第六节 地区竞争格局分析
　　第七节 产品竞争格局分析
　　第八节 行业竞争格局变化预测

第十章 2009-2010年世界半导体硅产业企业运行分析
　　第一节 HEMLOCK公司
　　　　一、公司简介
　　　　二、公司主要经营数据指标分析
　　　　三、公司竞争力分析
　　　　四、公司未来战略分析
　　第二节 WACKERCHEMIE
　　第三节 日本TOKUYAMA
　　第四节 MEMCELECTRONICMATERIALS
　　第五节 REC
　　第六节 OCI（DC Chemical）
　　第七节 日本信越半导体集团（SHIN－ETSU）
　　第八节 日本SUMCO公司
　　第九节 日本KOMATSU小松电子
　　第十节 日本东芝陶瓷
　　第十一节 韩国LG
　　第十二节 中美矽晶制品股份有限公司
　　第十三节 晶元光电有限公司
　　第十四节 日本日铁电子
　　........................
　　（请选择五家企业）

第十一章 2009-2010年中国硅材料产业优势企业竞争力分析
　　第一节 天津中环半导体股份有限公司
　　　　一、公司简介
　　　　二、公司主要经营数据指标分析
　　　　三、公司竞争力分析
　　　　四、公司未来战略分析
　　第二节 有研半导体材料股份有限公司
　　第三节 江西赛维LDK太阳能高科技有限公司
　　第四节 浙江昱辉阳光能源有限公司
　　第五节 江苏环太集团有限公司
　　第六节 江苏中能硅业科技发展有限公司
　　第七节 阳光硅谷电子科技有限公司
　　第八节 峨眉半导体材料厂
　　第九节 内蒙古晟纳吉光伏材料有限公司
　　第十节 上海合晶硅材料有限公司
　　第十一节 洛阳单晶硅有限责任公司
　　第十二节 中硅高科偃师有限公司
　　第十三节 江苏顺大半导体发展有限公司
　　第十四节 重庆大全新能源有限公司
　　第十五节 河北宁晋松宫半导体有限公司
　　第十六节 天津市环欧半导体材料技术有限公司
　　第十七节 江西宇博实业有限公司
　　第十八节 河北华尔半导体材料有限公司
　　........................
　　（请选择十家企业）

第十二章 2009-2010年中国集成电路领域优势企业竞争力分析
　　第一节 海力士恒忆半导体有限公司
　　　　一、公司简介及最新动态
　　　　二、公司主要经营数据指标分析
　　　　三、公司竞争力分析
　　　　四、公司未来战略分析
　　第二节 飞思卡尔半导体（中国）有限公司
　　第三节 百梦达科技（苏州）有限公司
　　第四节 中芯国际集成电路制造（上海）有限公司
　　第五节 上海松下半导体有限公司
　　第六节 江苏新潮科技集团有限公司
　　第七节 瑞萨半导体（北京）有限公司
　　第八节 三星电子（苏州）半导体有限公司
　　第九节 上海华虹NEC电子有限公司
　　第十节 惠州大亚湾光弘科技电子有限公司
　　..................
　　（请选择五家企业）

第十三章 2009-2010年中国半导体分立器件领域优势企业竞争力分析
　　第一节 苏州松下半导体有限公司
　　　　一、公司简介及最新动态
　　　　二、公司主要经营数据指标分析
　　　　三、公司竞争力分析
　　　　四、公司未来战略分析
　　第二节 瑞萨半导体（苏州）有限公司
　　第三节 恩智浦半导体广东有限公司
　　第四节 乐山菲尼克斯半导体有限公司
　　第五节 吉林华星电子集团有限公司
　　第六节 飞利浦半导体（广东）有限公司
　　第七节 上海凯虹科技电子有限公司
　　第八节 上海旭福电子有公司
　　第九节 通用半导体（中国）有限公司
　　第十节 吉林华星电子集团有限公司
　　第十一节 (中~智~林)杭州大和热磁电子有限公司
略……
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